
부품·소재 개발기업 대폭 지원
산자부 , 기술개발사업에 3년간 360억원 지원계획 … 24개 선정

산업자원부는 2002년부터 착수한 종합기술지원사업의 제1차 지원 대상기업에 재영솔루텍 등 24개 부품·소

재기업을 선정하고, 총사업비 40억원 중 20억원을 지원키로 했다.

종합기술지원사업은 국내 부품·소재기업들이 가장 큰 애로사항으로 지적하고 있는 전문기술인력 부족 문

제를 해소하기 위해 정부 차원에서 처음 시도되는 사업으로, 공공연구기관이 보유한 연구역량을 현장에 적용

해 부품·소재전문기업의 기술력 향상 및 기술자생력 배양을 지원하는 데에 목표를 두고 있다.

부품·소재 종합기술 지원대상으로 지정된 기업은 자동차부품연구원·포항산업과학연구원 등「부품·소재

통합연구단」소속 16개 전문연구기관의 고급 연구인력을 생산현장에 파견 받아 기술애로를 해결할 수 있게 됐

다.

「부품·소재 통합연구단」은 보유한 연구인력만 약 1만명에 달하고, 연구장비, 약 1조원의 시설 및 기술정

보를 제공함으로써 기술혁신을 촉진하는 기폭제로 작용할 것으로 기대된다.

부품·소재 기술개발 추진실적 (단위: 억원)

구 분
총사업비 (3개년간 )

전 체 정부출연 기업부담 투자유치

2000(45개 과제) 1,846 835 520 491
2001(75개 과제) 2,243 966 604 674
2002-1차(25개 과제) 798 360 216 222
합계(145개 과제) 4,887 2,161 1,340 1,387

부품·소재 개발 지원사업은 파견지원, 기술자문 및 선진기술전수 부문으로 나누어 지원을 하게 되는데, 파

견지원 부문은 박사급 고급 연구인력을 기업현장에 상주 파견하며, 기술자문은 현장 애로기술의 해결을 위한

기술정보를 제공하거나 출장을 지원, 선진기술전수 부문은 선진기술 전수를 위한 연구인력의 해외파견을 지원

한다. 정부는 3개 부문에 총사업비의 50%를 지원할 예정이다.

산자부는 2002년 4월 선정된 24개 기업을 포함해 2002년 300개 기업에 대해 총사업비 300억원을 투입해 종

합기술지원사업을 실시하는 한편, 2003년부터는 투자규모를 확대해 구미·창원 등 지역단위로 지방자치단체·

대학과 연계한 지역거점별 부품·소재 기술지원사업 을 추진할 계획이다.

제1차 부품·소재 기술개발과제 선정결과

분 야 기계 자동차 전자 전기 금속 화학 섬유 누계

투자연 계 2 - 12 1 4 2 1 22
공동개 발 - - - 1 2 - - 3
합 계 2 - 12 2 6 2 1 25

산자부는 Global Sourcing 가능하고 세계시장 선점효과가 큰 차세대 핵심 부품·소재기술을 매년 50개 이상

발굴해 10년간 2조원을 투입할 계획이다.

특히, 사업성이 강하고 개발여건이 성숙된 과제로 기술성 평가 이외에 사업성 평가를 통과한 과제에 대해서

는 투자연계 지원방식을 적용해 총사업비의 75%까지 지원할 방침이며, 기술파급효과는 크지만 개발위험이 높

은 대형과제에 대해서는 2개 이상 기업 공동으로 개발하되, 기술성 평가만으로 선정하는 기업공동 개발방식을

적용할 계획이다.



단, 현행 부품소재기술개발사업은 투자연계지원을 원칙으로 하고, 예외적으로 기업공동개발을 인정키로 했

다.

2002년에는 Global Sourcing에 참여할 수 있는 핵심 부품·소재 기술개발의 일환으로 1차로 「반도체 리드

프레임 동합금 재료 개발」등 29개 기업에서 25개 과제를 선정하고, 2002년도 190억원을 포함해 향후 3년간

총 360억원의 정부자금 지원계획을 확정했다.

부품·소재 기술개발 예산은 2000년 350억원에서 2001년 767억원, 2002년 1140억으로 확대하는데 145개 과

제의 총 사업비 4887억원 중 정부가 2161억원을 출원한다.

부품·소재 종합기술 지원대상기업 선정결과(24개)

신청기업 요청기술명 지원기관 연구원

(주)승우금속 마그네슘 합금의 표면처리 생기원 한성호
케이알정밀(주) 용접가속기내 Impulse밸브소자 개선의 지원 등 생기원 강봉용

다섬섬유(주) 해도형 극세사 소재의 고부가가치화 및 응용기술 생기원 차희철

재영솔루텍(주)
플라스틱 제품 및 금형제조의 단납기 공급을
위한 Global Manufacturing System

생기원 변철웅

강진특수강
자동차 Alternating Ring 부품용 정밀냉간압연
소재 기술개발

기계연 이창길

(주)세키노스코리아 렌즈자동검사장비 개발 생기원 최경락

승림카본금속(주) Back Up Breaker & Making Switch의 접점개발 전기연 김선구
삼성정공 대구경 다연장 로켓발사체용 Hoist Beam 양신기술개발 생기원 이영철

(주)유스테크코리아 고순도 실리카 분말 제조 기술 개발 생기원 황태진

(주)대홍기업 Sintered Metal Heat Pipe 제조기술 개발 생기원 김성완

영진쟈카드기계제작소 쟈카드기 설계기술 개발 및 고속화 생기원 김영규
(주)광신에어텍 임펠러 및 메탈베어링 설계제작 RIST 강영훈

(주)단단 세라믹 코팅공정을 이용한 반도체 공정용 정전척 개발 RIST 안지훈

한국차폐기술(주)
신제품 신기술 개발 및 제조기술에 관한 공동
개발 및 지원

원자력 이은표

소닉스코리아(주) 초음파 응용 산소발생 장치 기계연 신보성
형제정밀기계(주) 정경빔 경량화 설계기술지원 생기원 김영규

㈜매트론 초소형 고효율 평면변압기 개발 전기연 장기찬

(주)수텍
Paper Cup Inspection System 및 Video Monitoring
System for Web &Sheet 개발

전기연 허 영

(주)아즈텍 WB 순모 직물의 Twin N atural streatch 개발 생기원 전병대

(주)우신이엠시
내마모, 고윤활성 코팅기술을 적용한 가변
Compressor용 부품제조 기술개발

RIST 안지훈

서한모방(주) 고감성 워셔블 울 편사 개발 생기원 전병대

유성산업(주) 산자용 섬유소재의 신속한 개발을 위한 패턴캠 설계지원 생기원 김영규

오성하이텍 반도체용 FILAMENT의 개발 기계연 이재경

(주)엘지에스 회절광학소재제작을위한 6인치Photolithography 공정기술 표준연 김국진

선정된 29개 기업은 2001년 11월 공고한 220개 개발대상 핵심 부품·소재기술에 대해 지원을 신청한 기업

으로 엄격한 기술성과 사업성 평가를 통과해 최종 선발됐다.

기술성 평가에 있어서는 산·학·연 전문가 200여명으로 구성된 평가사업단을 통해 기술의 독창성·혁신성

과 파급효과를 검증했으며, 사업성 평가에 있어서는 부품·소재투자기관협의회 소속 53개 투자기관으로부터

사업성과 기업투명성 여하에 따라 투자유치를 받게 된다.

선정된 25개 과제에는 향후 3년간 정부 360억원, 해당기업 216억원, 투자기관 222억 등 798억원의 자금이 투

입될 예정이다.



기술개발 선정과제 (단위 :100만원)

주관기관 과 제 명 정부 기업 투자기관 합 계

(주)SLM 알루미늄 합금의 결정립 미세화 선
재 개발 458 162 350(5) 970

(주)유창금속 신냉매 콘덴서용 Micro Multi Cell
Tube 개발 1,860 835 1,500(4) 4,195

키스타(주) 정보산업용 금속 스퍼터 타게트 1,800 750 1,050(5) 3,600

(주)캄테크놀로지 입방정질화붕소(CBN)의 요소원료
분말(HBN) 제조

744 317 600(10) 1,661

코스모지놈(주) 패치형 인슐린 펌프 시스템 개발 1,975 977 1,000(5) 3,951

동환산업(주) 가스켓식 판형 열교환기를 적용한
선박엔진용 인터쿨러 개발 1,455 500 1,000(18) 2,955

(주)메타바이오메
트

최적생산 시스템에 의한 생분해성
conjugated 봉합사 개발 1,722 588 1,200(4) 3,511

(주)아진엑스텍 다축동기형 모션 제어용 IC 개발 1,622 618 1,100(6) 3,339
(주)윙크 자바 카드 리더의 핵심부품칩 개발 991 390 1,200(4) 2,581

(주)라이콤
WDM 기반 전송능력 향상용 라만
광증폭기 개발 771 771 1,200(7.5) 2,743

보성반도체(주) 고해상도 CIS 탑재용 CLCC 패키
지 상용화 개발 1,475 528 1,000(3) 3,002

(주)나인디지트 Ga, As의 고순도(>7N) 금속 정제
기술 개발 1,048 613 550(5) 2,211

(주)이츠웰
고효율 자외선 다이오드 및 응용소
자 개발 1,860 1,170 700(5) 3,730

디지피아(주) 양방향 데이터 방송용 COFDM 송
신모듈 개발 801 346 1,200(4.5) 2,348

(주)지엔티
테크놀로지

Low Profile Type 소형 SMD
Crystal Unit 개발 955 464 700 2,119

(주)래피더스 초고속 광모듈 패키지 설계 및 부
품화기술 개발 2,500 867 1,050(10) 4,417

(주)네옵텍 광가입자용 저가격 SFP 광 송수신
모듈 개발

2,100 1,192 2,025(9) 5,317

(주)엠에스솔루션 Surface Micromachining법에 의한 고
주파 필터 모듈 개발

800 300 1,500(13.
5) 2,600

(주)디지털앤
아날로그

Hi-Fi 1-chip Digital Au dio
Amplifier 개발 554 242 500(5) 1,296

(주)엠베스트 필름 코일을 사용한 slotless BLDC모터
개발 512 512 700(4) 1,723

(주)새한
마이크로닉스

CSP Package용 접착 필름과 반도
체 Package 기재 회로용 접착 필
름 개발

923 923 840(3.5) 2,686

(주)덴키스트 치과용 고기능성 다용도 접착제 개
발 1,341 525 1,200(5) 3,066

풍산(주)* 반도체 리드프레임 동합금 재료 3,783 5,163 - 8,946
창원특수강(주)* 자동차 엔진벨브용 내열강봉 2,147 2,226 - 4,373

진광이앤씨(주)* 전력용 스위칭 조작기 및 단로기
(DS/ ES) 개발 1,806 621 - 2,427

계(25개) 투자기관연계 : 22개
생산기업공동개발 : 3개 36,000 21,600 22,200 79,80

0

* 생산기업 공동개발 + ( ) 안은 투자배율
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